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초 록: 플라스틱 기판 표면을 플라즈마 처리시 형성되는 수산화기에 실란화합물을 반응시키면 상온에서도 플라스틱 표면
에 다양한 유기기를 도입할 수 있다. 아민기와 에폭시기가 상온에서도 강력한 화학결합을 이루는 원리를 이용하여, 유기기
로써 아미노기와 에폭시기를 갖는 두 실란화합물을 선정, 두 고분자 기판에 각각 도입 후 접합시킨 결과, 저온 및 대기압 
조건에서도 강력한 본딩을 이루는 것을 확인할 수 있었다.

1. 서론

플라스틱 기판은 광투과성이 좋고 성형가공성도 뛰어나며 가격도 저렴하여 최근 바이오칩 재료로 각광받고 있다. 하지만, 
표면 안정성이 높아 화학적으로 개질화시키기가 어렵기 때문에 열융착 (thermal bonding) 기법에 의한 접합이 대세를 이
루고 있다. 하지만, 열융착 기법을 적용할 경우, 고온 고압의 조건에 노출되기 때문에 플라스틱 표면에 형성된 미세채널이 
붕괴되거나 폐색되는 위험성이 존재한다. 따라서, 저온 저압 공정에서도 미세패턴의 붕괴 없이 안정적으로 플라스틱을 접
합시킬 수 있는 공정에 대한 필요성이 높아지고 있다.

2. 본론

본 연구에서는 두 종류의 실란화합물을 사용하였다. 아민기와 에폭시기는 상온에서도 강력한 결합을 이루는 작용기로 잘 
알려져 있는데, 본 연구에서는 아민과 에폭시기를 작용기로 갖는 실란화합물을 선정하여 플라즈마 처리한 플라스틱 기판
에 반응시켰다. 그 결과, 실란화합물의 무기기인 실란기와 플라스틱 기판 표면에 형성된 수산화기 사이에 강력한 실록산 
결합 (Si-O-Si)이 형성되었고, 기판의 말단에 각각 아민기와 에폭시기를 도입할 수 있었다. 아민기와 에폭시기의 강력한 결
합으로 인해 플라스틱 기판의 종류에 무관하게 기판을 접합할 수 있었고, 기존의 열융착 기법보다 훨씬 낮은 온도와 압력
에서도 안정적인 화학결합을 획득할 수 있었다.  

   

Fig. 1. Schematic for the bonding

 
Fig. 2. Results of bonding utilizing various polymer substrates

3. 결론  

본 연구에서는, 플라스틱 기판 표면에 다양한 작용기를 갖는 실란화합물을 도입함으로써 열융착 기법에 비해 상대적으로 저
온 및 저압의 조건에서도 플라스틱간 접합을 이룰 수 있었고, 미세채널의 붕괴 또는 폐색 없이 유체가 안정적으로 흐를 수 
있는 미세채널을 제작할 수 있었다. 본 연구는 바이오칩에의 응용 뿐만 아니라, 전기전자 소자와 플라스틱간의 접합 등 폭
넓은 분야에도 안정적으로 적용 가능할 것으로 사료된다.  
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